


[bookmark: _Toc231567076][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]上半年中国技术“卡脖子”几大事件之影响盘点——芯片篇
在过去几个月里，全球芯片产业接连迎来几记政策重锤，对供应链格局产生了深远影响。欧盟酝酿推出《芯片法案2.0》，该法案明确将目标锁定在先进人工智能芯片的本土制造上，试图通过新一轮补贴与产能布局，降低对外部供应链的依赖，重塑欧洲在全球AI算力版图中的地位。美国方面也在酝酿更为严苛的AI芯片出口新规，不仅拟进一步收紧高性能计算芯片的出口许可，甚至可能将芯片采购与对美投资条件相挂钩，使技术贸易与资本绑定愈发紧密。此外，美国参议院正式推出AI OVERWATCH Act，该法案直指英伟达等企业的先进AI芯片输华通道，意图从立法层面系统性封堵高端算力流向中国。这三项政策叠加共振，标志着全球芯片竞争已从单纯的技术角逐升级为以政策工具为核心的供应链攻防战，对中国半导体产业的突围路径构成了前所未有的复杂挑战。
对于企业而言，面对国际政策变局通常有两种应对方式：一种是等到法案正式出台后再做适应性调整，但彼时往往为时已晚；另一种则是在政策酝酿阶段便深入研判其内容走向与核心关切，据此提前做好前瞻性规划，这才是应对全球政策不确定性的正确姿态。基于这一思路，金杜律所梳理了近期几条值得高度关注的关键动向并提供提示建议。

1. 欧盟酝酿《芯片法案2.0》 推动本土先进人工智能芯片制造[footnoteRef:0] [0: https://www.politico.eu/article/brussels-eyes-slice-of-ai-chip-boom/ ] 

据知情人士于透露，欧盟委员会近期正与比利时微电子研究中心（Interuniversity Microelectronics Centre，Imec）及德国联邦突破性创新署（Federal Agency for Disruptive Innovation，SPRIND）磋商，研究在欧洲建设先进人工智能芯片制造工厂，以降低对美国及亚洲芯片供应链的依赖。该项目被视为欧盟强化人工智能产业自主能力、提升供应链韧性的重要举措，目前仍处于早期规划阶段，尚未就项目支持、选址及资金来源作出决定。
POLITICO于当地时间5月28日报道称，拟议工厂预计将纳入欧盟即将推出的《芯片法案2.0》（Chips Act 2.0）框架。根据披露的立法草案，新法案将鼓励私人资本参与“战略项目”投资，重点支持先进芯片设计、自主制造能力建设及供应链韧性提升。虽然该工厂尚未正式写入法案文本，但欧盟内部文件已将“先进人工智能芯片制造设施”列为潜在战略项目之一。据悉，相关讨论包括最早于2035年前在德国建设一座“一纳米”先进制程芯片工厂。
该计划建立在欧盟2023年《芯片法案》基础之上。此前，Imec获得7亿欧元欧盟资金支持，用于研发下一代2纳米芯片。然而，欧洲发展先进芯片制造仍面临市场需求、资金保障及长期盈利能力等挑战。英特尔原计划在德国建设大型晶圆厂项目已于2024年因财务问题搁置。与此同时，阿斯麦（ASML）首席执行官克里斯托夫·富凯等业界人士警告，若欧洲本土市场需求不足，相关工厂产能可能主要流向海外市场，导致公共补贴效益受限。除先进芯片项目外，欧盟还计划通过《芯片法案2.0》强化供应链危机应对机制，提升关键半导体产业安全保障能力。
【提示建议】
欧盟酝酿推出《芯片法案2.0》，反映出其半导体政策正从此前侧重扩大产能和应对供应短缺，进一步转向先进制程、人工智能芯片及供应链安全等战略领域。虽然相关计划仍处于讨论阶段，但欧盟已明确将提升本土先进芯片设计与制造能力、降低对美国及亚洲供应链依赖作为长期政策目标。未来，围绕先进半导体产业的资金支持、产业准入、技术合作以及供应链安全审查措施可能进一步加强，欧洲市场的本土化和战略自主导向预计将持续增强。

2. [bookmark: _Toc224157805]美酝酿AI芯片出口新规 或附带对美投资条件[footnoteRef:1] [1:  https://www.reuters.com/world/us-mulls-new-rules-ai-chip-exports-including-requiring-investments-by-foreign-2026-03-05/] 

美国政府近期正讨论一项新的人工智能芯片出口监管框架，考虑将外国企业或政府在美国投资人工智能数据中心、提供安全承诺等条件，与获得大规模AI芯片出口许可挂钩。根据路透看到的一份政策草案，如果外国机构希望获得20万枚以上AI芯片，可能需要承诺在美国进行相关投资或提供政府间安全保证。
据路透社于3月5日的报道，该提案是特朗普政府在撤销拜登时期“AI扩散规则”后，首次尝试重新构建面向盟友和伙伴国家的AI芯片出口监管体系。与此前对盟友较为宽松的政策不同，新框架将对不同规模的芯片部署设置分级监管：即使不足1000枚芯片的小规模安装也可能需要许可，而获得最多10万枚芯片的交易则需政府间安全保证。这一机制既旨在防止高端芯片经第三方转流至中国，也可能成为美国推动盟友扩大对美科技投资、强化本土AI基础设施建设的谈判工具。
【提示建议】
美国此番将AI芯片出口许可与对美投资及安全承诺挂钩，是以半导体为杠杆重构全球数字基础设施的阵营化版图。新规通过分级许可机制（20万枚以上需投资承诺、10万枚需政府间安全保证），迫使拉美国家在获取先进算力与维护对华合作之间做出选择。此举标志着其科技监管逻辑从单纯的“技术封锁”转化为“资源置换”。该政策的核心影响在于将AI算力的分配权变成了美国推动科技回流和安全捆绑的筹码。对于计划构建大规模智算中心的全球企业或政府而言，其算力获取的确定性已不再取决于商业合同，而是取决于其是否愿意承担在美国进行“对等投资”的额外成本，以及是否能达成复杂的政府间安全协议。这种分级监管极大地增加了全球供应链的摩擦成本，使得非美地区的AI基础设施建设面临被美国政策“长臂管辖”的脆弱性，甚至可能因无法满足投资条件而导致项目停滞或被迫缩减规模。

3. 美参议院 AI OVERWATCH Act 登场 拟封堵英伟达先进AI芯片输华[footnoteRef:2] [2:  https://www.banks.senate.gov/news/press-releases/banks-introduces-ai-overwatch-act/] 

近期，美国参议员吉姆·班克斯（Jim Banks）和伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）发布参议院版AIOVERWATCH Act，要求美国商务部对先进 AI 芯片出口、再出口和境内转移建立更强硬的许可审查。文本瞄准中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜、古巴等所谓的“关注国家”。该法案拟修改《出口管制改革法》（ECRA），新增一条专门处理高端 AI 芯片的制度。
根据当地时间5月4日的报道，该法案把受管对象分成两档：一档是“涵盖芯片”（covered integrated circuit），包括 ECCN 3A090、4A090及相关类别下的数据中心级AI芯片、计算机和类似产品；另一档是“限制芯片”（restricted integrated circuit），门槛更高，覆盖总处理性能达到 21000 以上的芯片，以及 2026 年1 月 1 日以后首次上市、达到特定性能阈值的新一代产品，据检索这参数精确卡死 Blackwell 全系（B100、B200、B300）以及潜在的B30A。
参议院版还规定，法案生效前已经发给关注国家相关实体的“涵盖芯片”许可证要终止。在美国商务部提交“美国人工智能胜利战略”后的14天之前，相关许可证申请也要被临时拒绝。该战略文件要评估中国赢得AI竞赛的国家安全和经济影响、中国获得美国或盟友芯片及设备后的后果、中国2026和2027财年的相关芯片产能，以及如果
关注国家只依赖本土芯片和本土设备，其AI能力会达到什么水平。
参议院版与众议院委员会版的差别集中在国会否决权。参议院版删掉了“联合决议”阻止许可的条款。国会仍会拿到许可证材料，仍有30天或60天等待期，美国商务部仍要提交认证和底层分析，但许可证的最终处置权更多留给行政部门。这一改动降低了法案与特朗普政府行政权限之间的冲突，也增加了它进入《2027 年国防授权法案》（NDAA 2027）这类大法案的可能性。
【提示建议】
该法案的出台标志着美国对华AI芯片封锁正从行政令层面向立法层面固化。从直接影响看，法案将管制对象明确划分为“涵盖芯片”与“限制芯片”两档，其中“限制芯片”的性能门槛精确卡死英伟达Blackwell全系产品，这意味着未来中国获取高端AI算力的合法通道将进一步收窄，已发放的许可证面临终止风险，企业囤货窗口正在关闭。更具战略意味的是，法案要求商务部提交“美国人工智能胜利战略”，系统评估中国在芯片自给条件下的AI能力天花板，这表明美方已将技术封锁与战略预判深度绑定，管制逻辑从延缓对手升级为精准压制。对中国出海企业而言，这一趋势释放出明确信号：依赖政策观望和被动适应的传统模式已不可行，企业必须在法案酝酿期便深入研判其走向与核心关切，将合规前置为战略能力。


声明：本文件中包含的信息、评述和分析均基于公开发布的资料或第三方信息形成，我们提供本文件仅供参考，旨在帮助您更好地了解可能影响您业务的法律环境，其不构成具体的法律建议，也不代表本所观点。若您需要针对特定情况的法律咨询或建议，我们建议您咨询我们或聘请其他专业的法律顾问。
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